南通大学自动固晶机等招标公告
我校现采取公开招标方式，确定自动固晶机等供货单位，现将有关事项公告如下：
一、本次招标分两个标段

1、一标段：自动固晶机  1台
2、二标段：超声波金丝球焊机  2台，半自动点胶机  1台。
投标人可投一个或两个标段。

主要性能技术指标见附件。

二、投标人基本要求
1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。
2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件和近期主要业绩佐证材料等。
2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片；商务标书的正副本各一份，商务标单独封装按配置情况列表报单价及总价。
3、提供验收标准和验收方法。
4、相关服务承诺及其优惠措施。
四、评标办法
1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。
2、高于招标技术要求的投标书按公告规定的技术要求评议。
3、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。
五、售后服务
1、投标文件注明质保期。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

2、注明设备发生故障时报修响应时间。
六、交货及时间要求
1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后20个工作日内到货。

3、供方负责设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。
七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。
八、投标时间及地点

请投标人于2011年3月 18日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币壹万元整（转账支票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012138，0513-85620351。
九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。
2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。
3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

                                        南通大学仪器设备招标工作组
     2011-03-11
附件：
一、自动固晶机  1台
1、主要性能：

真空吸附LED晶片，利用直控式旋转电机控制的机械臂，把芯片放在LED支架上；在此动作前，点胶系统在LED支架上点胶，利用银浆作为黏合剂，固定LED芯片。独立操控双工作台设计，小晶片处理能力，支持预固和固后检测。

用于直插LAMP，SMD LED，大功率LED，食人鱼LED，数码管，COB等多种封装形式的LED产品开发。
2、技术指标：

XY位置精确度     ±1.5mil(±38μm)

    晶片旋转         ±5°

    焊接周期         200ms

晶片尺寸         6mil×6mil～50mil×50mil 

固晶力度         20g～200g（表面吸取式）

行程范围         8"×5"(406mm×127mm，双工作台) 
图像识别定位系统 黑白二级制或256级灰度

    晶片环尺寸       6"

处理环数         ≥3 

二、超声波金丝球焊机1台：

适用于食人鱼支架：内凹系列、平头系列；普通支架：Φ5、Φ8、Φ10、椭圆系列、草帽头系列、闪烁灯系列、双色灯系列、四脚三色系列、发射管系列等LED支架的焊接。

主要技术规格：

（1）、 适用金丝线径：20～50μm （ 0.8～2mil ）

（2）、 焊接温度：60～400℃
（3）、 超声功率：四通道0～3W分两挡连续可调

（4）、 焊接时间：二通道5～150ms

（5）、 焊接压力：二通道35～180g

（6）、 一焊至二焊最大自动跨度：双向均不小于4mm

（7）、 尾丝长度：0～2mm

（8）、 金球尺寸：线径的2～4倍可任意设定

（9）、 最小焊接时间：0.4秒/线

（10）、 夹具移动范围：Φ25mm

（11）、 图像识别精度：0.93μm

三、超声波金丝球焊机  1台
适用于SMD贴片支架： 3528、5050、0603、0805、1206、0603等等 ；1到30W大功率支架：RGB系列、大功率LED蝠翼型、大功率LED郎伯型、大功率LED 侧射型、DIP等；食人鱼支架：内凹系列、平头系列；尤其是SMD和大功率LED支架（特点是深杯、集成度、高、弧度要求严格等）的焊接。

 
主要技术规格：

（1）、 适用金丝线径：20～50μm （ 0.8～2mil ）

（2）、 焊接温度：60～400℃
（3）、 超声功率：四通道0～3W分两挡连续可调

（4）、 焊接时间：二通道5～150ms

（5）、 焊接压力：二通道35～180g

（6）、 一焊至二焊最大自动跨度：双向均不小于4mm

（7）、 尾丝长度：0～2mm

（8）、 金球尺寸：线径的2～4倍可任意设定

（9）、 最小焊接时间：0.3秒/线

（10）、夹具移动范围：Φ25mm

（11）、 图像识别精度：0.932μm

四、半自动点胶机
适用于各种直插式杯状LED支架发白光产品的点胶作业。

主要技术规格:

（1）、 输入气源：输入洁净压缩空气，气压范围：5.0～8.0kg/c㎡        （0.5～0.8MPa）；

（2）、输出气源：输出气压0～2.0kg/c㎡（0～0.2MPa）

（3）、点胶时间：0.0毫秒～99.9毫秒

（4）、 工作方式：自动、手动、禁止过片三种工作方式

（5）、 工作速度：15000点/每小时

